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 Plastik saat ini telah banyak menggantikan perlengkapan – perlengkapan manusia 
yang terbuat dari bahan logam, gelas, dan kayu. Hal ini dikarenakan plastik memiliki 
beberapa keunggulan antara lain sifatnya yang mudah dibentuk, ringan, kuat, tahan 
karat,sebagai isolator listrik yang baik, dan tentunya mempunyai nilai ekonomis yang 
tinggi. Pada proses pengerjaannya ada beberapa metode yang digunakan, tetapi yang sering 
digunakan adalah metode vacuum forming. 
Pada dasarnya metode ini dilakukan dengan memberikan perlakuan panas pada 
lembaran plastik hinga plastik menjadi lunak ( tidaki mencapai titik leleh ) kemudian 
dibentuk pada cetakan sesuai yang diinginkan dengan memberikan tekanan vacuum. 
Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk membangun mesin vacuum forming yang 
sederhana sehingga industri rumah tangga dapat membuat kemasan makanan mereka 
sendiri dengan berbagai macam bentuk. 
 Alat ini telah diuji dengan menggunakan lembaran plastik berjenis LDPE dengan 
ukuran 40 cm x 40 cm dengan ketebalannya 0.3 mm dan 0.5 mm. Untuk mendapatkan 
kualitas cetakan plastik yang terbaik digunakan suhu pemanasan 80 
o
C – 90 
o
C, waktu 
proses pemanasan adalah 6 menit, waktu untuk proses vacuum dan pendinginan adalah 2 
menit, dan untuk daya hisap vacuum diatur konstan yaitu pada 0.979 bar. Dalam sekali 
pemrosesan dapat menghasilkan 2 buah kemasan makanan dengan bentuk oktagonal 
dengan ukuran 11 cm x 11 cm x 4cm. 






 Plastics today have largely replaced human equipments made of metal, glass and 
wood. This is because the plastic has some superiority among others, it is easily molded, 
lightweight, strong, corrosion resistant, as a good electrical insulator and must have a high 
economic value. In the course of the work there are several methods that are used, but that 
is often used is the method of vacuum forming .  
Basically this is done by providing a method of heat treatment on the plastic sheet 
until plastic becomes soft ( do not reach the melting point ) then formed on the mold 
according to the desired by providing a vacuum pressure. The main objective of this 
activity is to construct simple investment of vacuum forming machine so that domestic 
industries can make their own food packaging with various shape.  
This machine has been testified by using plastic sheet to the type of LDPE measuring 
40 cm x 40 cm with a thickness of 0.3 mm and 0,5 mm. For molding best quality plastic 
used heating temperature 80 
o
C – 90 
o
C, time of heating process is 6 minute, time for 
vacuuming and cooling is 2 minute, and for vacuum pressure is set a constant pressure 
0.979 bar. In all processing can produce 2 pieces of food packaging with octagonal shape 
measuring 11 cm x 11 cm x 4 cm. 
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LDPE Low Density Polyethylene  
EMF Electromotive Force 
SO Serial Output 
CS Chip Select 
SCK Serial Clock 
NO Normally Open 
NC Normally Close 
 
 
